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20. Mindener Fachgespräch für den Tiefbau 
 

Ort:   Fachhochschule, Artilleriestraße 9, 32427 Minden  

Datum:  Dienstag, 19. November 2019  

Zeit:   17:30 Uhr  

Thema:  Spezialtiefbau – verbessern, sanieren, tiefgründen  

Teilnehmerkreis: Firmen, Büros und Behörden, vorwiegend aus der Region,  
die mit Aufgaben des Tiefbaus befasst sind.  

Teilnahme:  kostenlos, Anmeldung erbeten bis 13.11.2019 (s. Rückseite)  

Konzeption:  Das Fachgespräch soll den Erfahrungsaustausch über aktuelle Pro-
bleme des Tiefbaus in der Region Ostwestfalen-Lippe fördern. Kurz-
vorträge sollen einen Überblick über den Stand der Technik, aktuelle 
Projekte und spezielle Problemlösungen geben. Die Vortragenden ste-
hen anschließend für Fragen und für eine Diskussionsrunde zur Ver-
fügung.  

 Zum Abschluss besteht bei einem Imbiss die Möglichkeit zu per-
sönlichen Gesprächen.  

 

 

Programm:  

• Begrüßung durch den Dekan 
Prof. Dr.-Ing. Oliver Nister 

• Baugrundverbesserung mit Stabilisierungssäulen – Design und Anwen-
dungsgrenzen  
Jan Zawadil, M.Sc., Keller Grundbau GmbH, Isernhagen  

• Injektionen im Baugrund – Verfahren, Materialien und Anwendungen 
Prof. Dr.-Ing. Carsten Schlötzer,  
MKP Müller-Kirchenbauer Ingenieurgesellschaft mbH, Neustadt und Lemgo  

• Tiefgründung mit Ortbetonpfählen im Kelly- und SOB-Verfahren 
- Anwendungsgrenzen und besondere Anforderungen 
Dr.-Ing. Karsten Beckhaus, BAUER Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen  

 

Professor Dr.-Ing. H.-G. Gülzow  
www.fh-bielefeld.de/fb2/geotechnik 
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20. Mindener Fachgespräch für den Tiefbau  
 
 
o Ich melde mich hiermit zum Tiefbaugespräch mit         Personen an.  

o Ich kann nicht teilnehmen, bitte aber um Einladung zu den folgenden 
Fachgesprächen.  

o Ich stimme der Speicherung meiner Adressdaten zu und möchte im 
nächsten Jahr wieder eine Einladung erhalten.  

 
 
 
 
 
 
Name: ............................................................................................  

Firma: ............................................................................................  

Anschrift:........................................................................................  

Tel./Fax:.........................................................................................  

E-mail: ..........................................................................................  
 
 
 


